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Abstract (en)
A process and an apparatus for carrying out the process are proposed, by means of which the abrasive bodies (45) which are to be attached to a
tool holder (55) and are for the grinding of materials are produced. The individual abrasive body (45) comprises a plurality of layers of sinter metal
powder or sinter metal platelets (11'') as well as a plurality of layers of natural and/or artificial abrasive particles (12''), the layers being introduced in
alternating sequence into a female mould corresponding to the abrasive body (45). The abrasive particles or diamond chips (12'') are received by a
suction plate which is provided with bores arranged geometrically with respect to one another, is designed similarly to a template and is subjected
to a vacuum, and are deposited onto the next-following sintered metal platelet (11''). To achieve a homogeneous structure, the abrasive body blanks
prepared in this way are sintered at an appropriate temperature and under an appropriate pressure. <IMAGE>

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens vorgeschlagen, mittels welchem/welcher die an einem Werkzeughalter
(55) zu befestigenden Schleifkörper (45) zur abtragenden Bearbeitung von Materialien hergestellt werden. Der einzelne Schleifkörper (45)
besteht aus mehreren Schichten von Sinter-Metallpulver oder Sintermetall-Plättchen (11'') sowie aus mehreren Schichten natürlicher und/oder
künstlicher, abrasiver Schleifkörner (12''), wobei die Schichten in abwechselnder Reihenfolge in eine dem Schleifkörper (45) entsprechende
Negativ-Form eingebracht werden. Die Schleifkörner oder Diamantsplitter (12'') werden dabei von einer mit geometrisch zueinander angeordneten
Bohrungen versehenen, schablonenartig ausgebildeten und mit Vakuum beaufschlagten Saugplatte aufgenommen und auf dem nächstfolgenden
Sintermetall-Plättchen (11'') abgelegt. Zur Erreichung einer homogenen Struktur werden die auf diese Weise hergestellten Schleifkörper-Rohlinge
bei entsprechender Temperatur und entsprechendem Druck gesintert. <IMAGE>
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